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【ITC 2009】遅延故障の故障診断技術でSTARCや愛媛大学が

発表，EDAベンダーの開発者が高い関心

 微細プロセスの採用やLSI高速化に伴って，遅延故障が増加し，その故障位置を特定する技術が重

要になってきている。その一つとして，「故障診断」技術がある。これは，LSIテスターのフェール結果か

ら故障の位置を推定する技術で，広く用いられている。

 ただし，小さな遅延故障（スモール・ディレイ）に関しては，故障の伝搬経路によってLSIのフェール結

果が異なるなどの複雑な現象があるため，スモール・ディレイをカバーする決定版のEDAツールは登

場していない。11月1日-6日に米テキサス州Austinで開催の「ITC（International Test 

Conference） 2009」では，こうしたEDAツールの開発に寄与するような発表が日本から複数あった。

 一つは，半導体理工学研究センター（STARC）の相京隆氏が，11月4日に米Mentor Graphics 

Corp.の展示会ブース内で行った。一般に，LSIテスターのテスト結果に対して市販の故障診断ツール

を適用すると，数多くの故障候補が指摘される。その中から真の故障を見い出すには，物理的な解析

が必要になるが，物理的な解析は，コストや時間の関係から，せいぜい一つか二つの候補に対してし

か実行できない。

 この物理的な解析を施す候補の故障を絞り込むために，故障診断に特化したテスト・パターンを生成

する技術がある。今回の発表では，相京氏は，4種類のパターン生成法について評価した結果を明ら

かにしている。一般的な手法では，27ケースのうち7ケースで5個以上の故障候補があり，2個以下は

12ケースに過ぎず実用上問題があった。

 そこでMentorの故障診断用ATPGで生成したパターンを追加して評価したところ，21ケースで2個以

下の故障候補に低減できた。他の通常のATPGで生成したパターンを使った結果はこれに及ばなかっ

た。相京氏は，追加のテスト・パターンについては故障診断用ATPGを用いるのが一番良いことが分か

ったが，「もともとの候補数を低減する技術と，追加テストのパターン数を低減する技術が重要である」

と力説していた。

愛媛大学と共同発表

 日本からの二つ目の発表は，11月5日に愛媛大学とSTARCが共同でITCの学会部門で行った。発

表のタイトルは「Diagnostic Test Generation for Transition Faults Using a Stuck-at ATPG 

Tool」（講演番号16.3）である。登壇したのは，愛媛大の樋上善信氏である。
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 上述の相京氏と同じ課題に対して，効率的な故障診断用パターン生成法を提案した。講演で興味深

かかったのは，代表的なEDAベンダー3社（A，B，C）の故障診断ツールを適用した結果と，提案手法

の結果を比較して見せたことである。

ベンダー製品 

適用後の候補数 

（個）

提案手法 

適用後の候補数 

（個）

追加した 

パターン数 

（個）

A社 3.6 0.1 2.4

B社 104.3 0.4 52.9

C社 1.6 0.3 1.3

提案手法の適用結果（15ケースの平均値）

 評価はSTARCが提供した15ケースで実施したが，今回の提案手法は，故障候補数と追加パターン

数の両方で良好な結果を出した。この発表後，EDAベンダーの開発者が樋上氏に細かい質問をしてい

て，大いに興味を引いたようだった。
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「LED照明には虫が寄って来ない」に疑問 
200lm/Wはそこに，日亜化学のロードマップ 
豊田合成，サファイア基板に非極性面GaN 
「有機EL開発の父」がKodak社のブースに登場 

第2回：フレキ・デバイスへ，注目材料グラフェン 
第3回：LSI配線やセンサーにも活躍の場 
第4回：パワー半導体や太陽電池へ，広がる応用 
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